










































专利名称(译) 具有多个装置和子芯片的微型可植入传感器平台

公开(公告)号 US8390047 公开(公告)日 2013-03-05

申请号 US12/590883 申请日 2009-11-16

[标]申请(专利权)人(译) JAIN FAQUIR CHAND
PAPADIMITRAKOPULOS FOTIOS

申请(专利权)人(译) JAIN FAQUIR CHAND
PAPADIMITRAKOPULOS FOTIOS

当前申请(专利权)人(译) JAIN，FAQUIR CHAND
PAPADIMITRAKOPOULOS，FOTIOS

[标]发明人 JAIN FAQUIR CHAND
PAPADIMITRAKOPOULOS FOTIOS

发明人 JAIN, FAQUIR CHAND
PAPADIMITRAKOPOULOS, FOTIOS

IPC分类号 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/0017 H01L31/02005 A61B5/1473 A61B5/6846 H01L23/58 H01L31/02 H01L31/18 H01L31/0203 
H01L31/048 H01L23/481 A61B5/14532 A61B2560/0214 Y02E10/50 H01L2224/32225 A61B2562/12 
A61B5/0031 H01L21/02532

代理人(译) MCHUGH，史蒂芬M.

审查员(译) VU，DAVID

优先权 61/114731 2008-11-14 US

其他公开文献 US20100148293A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种可植入的小型化平台和制造该平台的方法，其中所述平台包括
顶盖板和底部基板，顶盖板包括外延的Si封装基板，并且被配置为包括
单片生长的装置和装置。接触垫，Si包覆的基板盖板，包括沉积在其Si覆
盖的外缘上的金周边栅栏，并且其中底部基板由Si构成并包括多个部分Si
通孔（PSV），电子集成电路，器件焊盘，焊盘互连和金周边栅栏，其
中器件焊盘与顶盖板上的相应器件接触焊盘对准，并包括具有预定高度
的金凸块，顶盖板和底部基板被倒装接合到提供周边密封并确保多个内
部设备和至少一个外部组件之间的电连接。
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